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บทคัดยอ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อลดของเสียในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ โดยประยุกตใชเครื ่องมือคุณภาพ  

7 ประการ จากปญหาความสูญเปลาประเภทของเสียในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ โดยของเสียมีลักษณะคือ แผนรอง 

ท่ีเปนช้ินสวนประกอบเขากับแผนวงจรพิมพมีรอยขีดขวน จึงวิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยแผนภูมิแสดงเหตุและผล รวมกับ

การวิเคราะหรากเหงาของปญหาดวยเทคนิคการตั้งคําถาม “ทําไม” พบสาเหตุหลักที่สามารถนํามาแกไขไดทันที คือ สาเหตุ 

ท่ีเกิดจากเครื่องจักรท่ีแผนรองวงจรพิมพไดรับการสัมผัสกับเครื่องโปรแกรมขณะทดสอบการใชงานของแผนวงจรพิมพ เพราะ

มีการใสแผนวงจรพิมพเขาไปพรอมกันหลายแผนพรอมกัน จึงทําใหแผนรองเกิดรอยขีดขวน ดังนั ้นจึงไดทําการแกไข 

โดยออกแบบและสรางแผนรอง เพื่อนํามารองปองกันรอยขีดขวน และสามารถใชงานรวมกับเครื่องโปรแกรมทดสอบการ 

ใชงานของแผนวงจรพิมพไดอยางเหมาะสม หลังการแกไขปรับปรุงพบวาของเสียเดิมจากรอยละ 13.45 ของจํานวนการผลิต 

ลดเหลือรอยละ 0.18 ของจํานวนท่ีผลิต 
 

คําสําคัญ: ของเสีย, แผนวงจรพิมพ, ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส, เครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ 

 

Abstract  

 This research aims to reduce waste in the printed circuit board manufacturing process by applying 

seven quality tools. Due to problems with the waste in the printed circuit board manufacturing process. 

The waste is characterized by the carrier assembled with the printed circuit board being scratched. 
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Therefore, the cause of the problem is analyzed with a cause-and-effect diagram and analyzed the root 

cause of the problem with the “Why Why analysis” questioning technique. The main cause that can be 

solved immediately is the cause of the machine that the printed circuit board was exposed to the 

programmer while testing the board printed circuit. Because many printed circuit boards is inserted at the 

same time, causing the carrier to scratch. Therefore, it has been modified by designing and building the 

back hips sheet to prevent scratches and can be used with the program to test the use of printed circuit 

boards appropriately. After the improvements, it was found that the original waste was 13.45% of the 

amount produced, reduced to 0.18 percent of the amount produced. 
 

Keyword: Waste, Printed Circuit Boards, Electronic Part, 7 Quality Tools  

 

บทนํา  

 แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยในป 2564-2566 คาดวาจะกลับมาขยายตัว เน่ืองจากการพัฒนาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G รวมทั้งยานยนตอัจฉริยะทีน่ําไปสูการเปลี่ยนผานเทคโนโลยีสินคาไฮเทคเชื่อมตอกับ

อุปกรณตางๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือ Internet of Things (IoT) ทําใหความตองการแผงวงจรไฟฟา (Integrated 

Circuit: IC) เติบโตดี รวมถึงความตองการสินคา อาทิ คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) กลุมสมารทโฟน 

(Smartphones) เปนตน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความจําเปนที่ตองทํางาน และศึกษาในระยะทางไกลทามกลางภาวะโรค

ระบาดโควิด-19 [1] และในขณะเดียวกันก็พบวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยในไตรมาสที่ 4 ของป 2564 คาดัชนี

ผลผลิตไดปรับตัวลดลง เน่ืองจากการขาดแคลนของวัตถุดิบในการผลิต จึงทําใหไมสามารถผลิตสินคาไดเต็มกําลังการผลิต แต

มูลคาการสงออกจะยังขยายตัวไดตอเน่ือง ตามการขยายตัวของตลาดโลก และตลาดผูบริโภคหลักของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี

มีเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟนตัว เชน ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป เปนตน ดังน้ัน ประเทศไทยนาจะมีการผลิตและการสงออก

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนในระยะยาวตามการขยายตัวของตลาดโลกตามไปดวย [2] 

 จากการศึกษาไปยังผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบวากําลังประสบปญหาเกี่ยวกับการขาด

แคลนวัตถุดิบในการผลิต เพราะเกิดความไมคลองตัวในการนําเขาวัตถุดิบบางสวนจากตางประเทศไดในชวงภาวะโรคระบาดโค

วิด-19 อีกท้ังในกระบวนการผลิตยังมีจํานวนของเสียเปนจํานวนมาก เทียบไดกับมูลคาความเสยีหายท่ีมหาศาล และเกิดปญหา

การสงมอบไมตรงกับความตองการของลูกคาในเงื่อนไขดานคุณภาพและเวลาในการสงมอบ ซึ่งจากการเก็บขอมูลบางสวน

ในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ดังตารางที่ 1 พบวาในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ หรือพีซีบี (Printed 

Circuit Board)  ในสวนของแผนรอง ซึ่งเรียกวา Carrier ซึ่งเปนวัสดุสําเร็จรูปท่ีนํามาประกอบเพ่ือรองแผนวงจรพิมพน้ันมรีอด

ขีดขวน (Scratch) ซึ่งจัดวาเปนความสูญเปลา (Wastes) ประเภทของเสีย (Defect)  
 

ตารางท่ี 1 จํานวนและมูลคาของเสียของในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 

จํานวน (ชิ้น)/ 

มูลคา (ลานบาท) 

เดือน (ป 2564) 
รวม เฉลี่ย/เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

จํานวนท่ีผลติ 350 400 440 400 390 450 2,430 405 

มูลคาขาย 38.5 44 48.4 44 42.9 49.5 267.3 44.55 

จํานวนของเสีย 51 45 60 64 55 52 327 54.5 
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  จากตารางที่ 1 จํานวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ เกิดของเสียจํานวน 54.5 ชิ้นตอเดอืน 

และคิดเปนมูลคาทั้งสิ้นเทากับ 44.55 ลานบาทตอเดือน ถือไดวาเกิดตนทุนการผลิตท่ีสูญเปลา ประกอบการภาวการขาด

แคลนวัตถุดิบในชวงเวลาน้ี ก็ยิ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงงาน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการนําปญหาน้ีมีหา

แนวทางในการแกไขปรบัปรุง และมุงเนนการลดของเสียในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในการลูกคา 

และสงมอบช้ินสวนไดตามเง่ือนไขท่ีลูกคากําหนด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 เพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลติแผนวงจรพิมพ โดยประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ  

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

1. ของเสีย (Defect)  

     ของเสีย เปนสวนหนึ ่งของความสูญเปลาตามหลักการของความสูญเปลา 7 ประการ หรือ7 Wastes [3]  

ซึ่งหมายถึง ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตงานแลวเกิดความผิดพลาดในการผลิต สงผลใหงานนั้นไมเปนไปตามมาตรฐานท่ี

กําหนด สาเหตุที่ทําใหเกิดของเสีย ไดแก วัตถุดิบที่นําเขาสูกระบวนการผลิตมีความเสียหาย ความไมเขาใจในวิธีการทํางาน

ของพนักงาน การประกอบงานท่ีผิดวิธี หรืออาจเกิดความผิดชอบของเครื่องจักร หรือสิ่งท่ีสนับสนุนการผลิต [4] เมื่อสินคาผลติ

ออกมาผิดจนทําใหกลายเปนของเสีย สินคาเหลานั้นก็จะโดนนําไปแกไขใหม หรือถูกนําไปกําจัดทิ้ง นั่นทําใหเกิดการสูญเสีย  

จึงเกิดการสูญเสียตนทุนวัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน ไปโดยเปลาประโยชน แถมยังเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ เสียเวลาจากการ

ทํางานซํ้าเพ่ือแกไขงานอีกดวย [5]  

2. เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ ( 7 QC Tools)  

เครื ่องมือที่ใชในการแกปญหาทางดานคุณภาพในกระบวนการทํางาน ซึ่งชวยศึกษาสภาพทั่วไปของปญหา  

การเลือกปญหา การสํารวจสภาพปจจุบันของปญหา การคนหาและวิเคราะหสาเหตขุองปญหาท่ีแทจริงเพ่ือการแกไขไดถูกตอง

ตลอดจนชวยในการจัดทํามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอยางตอเน่ือง ซึ่งมี 7 อยาง ดังน้ี [6] 

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 

2. ฮิสโตแกรม (Histogram) 

3. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) 

4. แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

5. แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) 

6. กราฟ (Graph) 

7. แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

3. การวิเคราะหสาเหตุรากเหงาของปญหาดวยหลักการตั้งคําถาม “ทําไม” (Why Why Analysis)  

การวิเคราะหดวยเทคนิคการตัง้คําถาม “ทําไม” (Why – Why Analysis) คือ “การวิเคราะหหาปจจัยท่ีเปนตนเหตุ

ท่ีแทจริง (Root Cause) ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบหรือปรากฏการณท่ีไมพึงประสงคข้ึน (Effect) ดวยวิธีการอยางเปนระบบและ

เปนข้ันตอน โดยไมเกิดสภาพการณตกหลนและซํ้าซอน และไมจินตนาการเอง” ดังน้ัน Why – Why Analysis เปรียบเสมือน

การมองเห็น “ผลกระทบ” และ “สาเหตุ” ในบางประเด็น แตยังไมดวนสรุปทันทีวาเกิดจากสาเหตุใด แตพยายามคนหา

ขอเท็จจริงท่ีถูกตองและสอดคลองเพ่ือคนหาวา “สาเหตุท่ีแทจริงคืออะไร” [7] 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  สมพร วงษเพ็ง และอัญญารัตน ประสันใจ (2562) ศึกษาการประยุกตวิธีการทากูชิ เพื ่อลดชิ้นงานเสียใน

กระบวนการประกอบแผนวงจรพิมพพีซีบี กรณีศึกษาโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส จากปญหาของเสียรอยละ 4.39  โดย

นําแผนภูมิพาเรโตมาจัดลําดับความสําคัญของปญหา และวิเคราะหปญหาดวยแผนภูมิแสดงเหตุและผล และทําการออกแบบ

ทดลองดวยวิธีทากูชิ เพ่ือใหคาระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการ ซึ่งไดแก ความเร็ว, ความแรง, และความสูง จากน้ันทํา

การทดลองพบวาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมท่ีสุดดังน้ี คือ ความเร็ว เทากับ 30 มิลลิเมตรตอวินาที ความแรงเทากับ 20 นิวตัน 

และความสูงเทากับ 1.0 มิลลิเมตร หลังจากน้ันก็ไดทําการแกไขปรับปรุงปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีทําใหเกิดของเสียดังกลาว โดยการ

ปรับคาพารามิเตอรของเครื่องพิมพตะกั่ว  ผลการศึกษาพบวาของเสียตอเดือนลดเหลือรอยละ 2.58 หรือลดลงจากเดิม 

รอยละ 40 [8]  

  มีนา ลอซุนน้ี (2561) ศึกษาการเพ่ิมผลิตภาพในโรงงานแปรรูปทูนากระปอง เพ่ือเพ่ิมผลิต 

ภาพในโรงงานแปรรูปปลาทูนากระปอง เนื่องจากโรงงานมีความตองการที่จะเพิ่มกําลังการผลิตจาก 160 เปน 180 ตันตอวัน  

แตพบปญหาคือจํานวนตูนึ่งปลา และพื้นที่ในการผลิตมีจํากัด และยังพบวามีขอกําหนดในเรื่องเวลาและจํานวนปลาในการน่ึง

แตละรอบดวย จึงวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาโดยใชเทคนิคทําไม (Why-Why Analysis)  และกําหนดวิธีการปรับปรุง 

เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ คือ 1) ตัดหัวปลาออกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการใสปลาตอรอบใหมากข้ึน  2) เปลี่ยนรูปแบบการวางตัวปลาลงบน

ตะแกรง และ 3) จัดการสายการผลิตในสวนที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงใหไดกําลังการผลิตตามเปาหมายที่กําหนด ผลการศึกษา

พบวาสามารถเพิ่มกําลังการผลิตจาก 160 เปน 180 ตันตอวัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.5 สงผลใหตนทุนการผลิตลดลงจาก 

62.18 เหลือ 61.40 บาทตอกิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 1.25  และผลผลิตตอคนเพิ่มขึ้นจาก 145 เปน 163 กิโลกรัม/คน/วัน 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.41   ซึ่งคิดเปนมูลคาผลผลิตท่ีไดเพ่ิมข้ึนประมาณ 4 ลานบาทตอ [9] 

 ศุภวิชญ อุทยะพิรุณลักษ (2561) ศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงานตนแบบจากเครื่องพิมพ 3 มิติ เพ่ือ

ลดของเสียจากการผลิตชิ้นงานตนแบบของเครื่องพิมพ 3 มิติ จากปญหาของเสียในกระบวนการผลิต ทําใหใชวัตถุดิบเสน

พลาสติกในการผลิตมาก ถึงรอยละ 20.28 ของยอดขายตอเดือน จึงไดประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 หรือ 7 QC Tools 

เนนการใชแผนภูมิแสดงเหตุและผลในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของเสียท่ีเกิดข้ึน พบสาเหตุหลักๆ ท่ีทําใหเกิดของเสีย 

คือ 1) หัวฉีดตัน 2) การโกงงอของตัวงาน และ 3) เสนพลาสติกหมดระหวางพิมพ จึงมีการระดมสมองในทีมผูเกี่ยวของหา

แนวทางในการแกไขปรับปรุง โดยมีการแกไขปรับปรุงคือ เลือกใชเสนพลาสติกจากผูผลิตท่ีมีคุณภาพ ตองมีการตั้งคาระยะหาง

หัวฉีด-ฐานเครื่องพิมพใหไดระยะที่กําหนด และหมั่นตรวจสอบเสนพลาสติกอยางสมํ่าเสมอทุกๆ 15 นาที  หลังการแกไข

ปรับปรุง พบวาของเสียในกระบวนการผลิตลดเหลือรอยละ 13.59 หรือลดลงจากเดิมรอยละ 32.99 [10] 

 

ขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย  

1. ศึกษากระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ หรือพีซีบี (Printed Circuit Board)  

จากการศึกษากระบวนการผลิตของผูผลติช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี ท่ีไดผลิตช้ินสวนประเภท

แผนวงจรพิมพ ซึ่งเปนชิ้นสวนในการทํางานหนาท่ีเปนศูนยกลางในการขยายขอมูล และเครือขายอินเตอรเน็ต อีกทั้งเปนตัว

ชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการสงสัญญาณในระบบเครือขายความเร็วของอินเตอรเน็ต ซึ่งในกระบวนการผลิตมีสถานีงาน 

(Work station) ดังรูปท่ี 1 

 

 



5 
 

  

 

 

JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, SOUTHEAST BANGKOK COLLEGE 

VOL.2 NO.2 (MAY-AUGUST 2022) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1 แสดงสถานีงานของกระบวนการผลิตช้ินสวนประเภทแผนวงจรพิมพ 

 

 จากรูปท่ี 1 ท่ีไดแสดงสถานีงานของกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ มีรายละเอียดการทํางานของแตละสถานีงานดังน้ี 

  1. พนักงานทําการปอนแผนวงจรพิมพเขาเครื่องวางช้ินงานอิเล็กทรอนิกส  

  2. เครื่องทําการปาดตะก่ัวบนแผนวงจรพิมพลงท่ีรูของแผน 

  3. เครื่องปอนช้ินงาน (Feeder) จะทําการวางช้ินงานลงบนแผนวงจรพิมพ 

  4. พนักงานวางช้ินงานท่ีมีขนาดใหญลงบนแผนวงจรพิมพ 

  5. พนักงานฝายคุณภาพ (QC) ตรวจสอบขาของช้ินงานท่ีวางบนแผนวงจรพิมพ 

  6. พนักงานตรวจสอบกระแสไฟของแผนวงจรพิมพ 

  7. พนักงานฝายคุณภาพ (QA) ตรวจสอบแผนวงจรพิมพท่ีวางช้ินงานเสร็จสมบูรณ 

  8. พนักงานประกอบแผนรอง (Carrier) เขากับแผนวงจรพิมพ 

  9. ปอนโปรแกรมลงบนแผนวงจรพิมพที่วางชิ ้นงานเสร็จสมบูรณแลว จากนั้นนําแผนวงจรพิมพใสเขาไปในตู

ทดสอบท่ีมีหลายชอง และทดสอบพรอมกันทีละหลายๆ แผน  

  10. ตรวจสอบความเสยีหายของแผนวงจรพิมพ 

  11. นําแผนวงจรพิมพท่ีผานการตรวจสอบเรียบรอยแลวลงบรรจุภัณฑ 

  12. จัดเก็บในคลังสินคาสําเร็จรูป เพ่ือรอสงมอบสินคาใหกับลูกคา 

 2. เก็บขอมูลท่ีเก่ียวของ 

  2.1  ขอมูลปริมาณของเสีย  จากการศึกษาขอมูลในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 พบวามีจํานวนท่ี

ผลิตทั้งสิ้น 2,430 ชิ้น และจํานวนของเสียทั้งสิ้น 327 ชิ้น หรือเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 54.5 ชิ้น หรือรอยละ 13.52 ของจํานวน

การผลิต ดังขอมูลในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน (ช้ิน) และรอยละของเสียในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563 

จํานวน (ชิ้น) 

และรอยละ  

เดือน (ป 2564) 
รวม 

เฉลี่ย/

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

จํานวนท่ีผลิต 350 400 440 400 390 450 2,430 405 

จํานวนของเสีย 51 45 60 64 55 52 327 54.5 

รอยละ (ของเสยี) 14.57 11.25 13.64 16.00 14.10 11.56 81.12 13.52 

 

  2.2 ขอมูลสถานีงานท่ีเกิดของเสีย หลังจากที่พบจํานวนขอมูลจากขอมูลที่ไดศึกษาแลว จึงทําการลงพื้นที่จริง  

เพื่อตรวจสอบสถานีงานทั้งหมดในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ พบวาแหลงกําหนดของเสียมาจากสถานีงานทดสอบ 

(Tester) ซึ่งเปนสถานีงานท่ีทําการปอนโปรแกรมลงบนแผนวงจรพิมพท่ีวางช้ินงานเสร็จสมบูรณแลว จากน้ันนําแผนวงจรพิมพ

ใสเขาไปในตูทดสอบท่ีมีหลายชองพรอมกันทีละหลายๆ แผน เพ่ือทําการทดสอบแผนวงจรพิมพ ดังรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงสถานีงานท่ีพบปญหาของเสียในกระบวนการผลติแผนวงจรพิมพ ท่ีสถานีงาน Tester 

 

  จากรูปที ่ 2 เปนสถานีงานที ่พบวามีของเสีย ซึ ่งหลักจากที ่พนักงานทําการประกอบแผนรอง (Carrier)  

เขากับแผนวงจรพิมพเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะเขาสูขั้นตอนการทดสอบดวยโปรแกรมในตูทดสอบที่มชีองเสียบแผน จึงพบวา

ของเสียเกิดขึ้นในลักษณะที่แผนรองมีรอยขีดขวน ซึ่งแผนรองดังกลาวนี้เปนวัสดุสําเร็จรูปที่ติดประกอบไปกับชิ้นงานใหกับ

ลูกคา และอยูภายใตมาตรฐานขอกําหนดของลูกคาเชนเดียวกับตวัผลติภณัฑหลัก ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการทดสอบของสถานที

งาน Tester ไดดังน้ี 

 ขั ้นตอนที ่ 1 คือ พนักงานจะทําการนําแผนวงจรพิมพใสเขาไปในเครื ่องโปรแกรม (Tester) โดยคอยๆ เลื ่อน

แผนวงจรพิมพเขาไปขางในกางออกในลักษณะรูปท่ี 3 

 ข้ันตอนท่ี 2 คือ พนักงานจะทําการกดปุมท้ัง 2 ปุม เพ่ือทําการปลดล็อคปุมกด (Ejector) โดยใหปุมกด (Ejector) กาง

ออกในลักษณะรูปท่ี 4 

 ข้ันตอนท่ี 3 คือ ทําการกดลงท่ีขาของปุมกด (Ejector) เพ่ือใหแผนวงจรพิมพเขาไปอยูในตัวล็อคของเครื่องในลักษณะ

รูปท่ี 5 
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              รูปภาพท่ี 3 แสดงการนําแผนวงจรพิมพใสเขาไป     รูปภาพท่ี 4 แสดงการปลดล็อคเพ่ือนําแผนเขา 

 

 

  

                                                          

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 แสดงการกดลงท่ีขาของปุมกด        รูปภาพท่ี 6 แสดงการปลดลอ็คเพ่ือนําแผนออก 

 

ข้ันตอนท่ี 4 คือ เมื่อปอนขอมูลหรือทําการโปรแกรมแผนวงจรพิมพเสร็จเรียบรอย พนักงานจะทําการนําแผนออกจาก

เครื่อง โดยการกดปุมกด (Ejector) ท้ัง 2 ปุม เพ่ือใหปุมกด (Ejector) ปลดล็อค ในลักษณะรูปท่ี 6   

  

ข้ันตอนท่ี 5 คือ ทําการดึงแผนวงจรพิมพออกจากเครื่องโปรแกรม ในลักษณะรูปท่ี 7 

 

 

 

 

                  

 

รูปภาพท่ี 7 แสดงการดึงแผนวงจรพิมพออกจากเครื่อง 

  

3. ศึกษาปญหา และวิเคราะหสาเหตุของปญหา  

  จากท่ีพบวาแหลงกําหนดของเสียมาจากสถานีงานทดสอบ (Tester) คือ พบวาของเสียเกิดข้ึนในลักษณะท่ีแผนรอง

มีรอยขีดขวน ดังรูปท่ี 8 และทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดังน้ี 
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รูปท่ี 8 แสดงลักษณะท่ีแผนรองมรีอยขีดขวน 

 

   3.1 วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยแผนภูม ิแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) [11] 

 เพ่ือหาสาเหตุท่ีสัมพันธกับการเกิดปญหา ดังรูปท่ี 9 เพ่ือนํามาสูการหาแนวทางแกไขปรับปรุงในข้ันตอนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 9 แสดงการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยแผนภมูิแสดงเหตุและผล 

 

 จากรูปท่ี 10 เมื่อไดทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยแผนภมูิแสดงเหตุและผล จึงไดทําการประชุมกับผูปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวของดวยวิธีการระดมสมอง ก็สามารถสรุปไดวามีสาเหตุของปญหาที่ควรรีบแกไขดวน คือ สาเหตุยอยที่แผนรองสัมผัส

กันภายในเครื่องทดสอบ เนื่องจากเมื่อใสแผนวงจรพิมพเขาไปในเครื่องทดสอบ (Tester) ครั้งละหลายๆ แผน เพื่อทําการ

ทดสอบพรอมกัน จึงทําใหแผนรองน้ันสัมผัสกัน  จึงทําใหแผนรองท่ีประกอบกับแผนวงจรพิมพน้ันเกิดรอยขีดขวน บางจุดเปน

รอยคลายรอยราว มีลักษณะเปนเสนตรง มีขนาดประมาณ 7-9 เซนติเมตร สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ทําใหไมสามารถ

นําแผนวงจรพิมพลักษณะน้ีสงใหลูกคาได เน่ืองจากผิดมาตรฐานขอกําหนดดานคุณภาพของลูกคา 

  3.2 วิเคราะหหารากเงาของปญหา (Root Causes) หลังจากที่ไดขอสรุปจากการระดมสมองจากผูปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวของ จึงนําสาเหตุที่มีความเปนไปไดมากที่สุดมาทําการวิเคราะหตอเนื่องเพื่อใหไดรากเงาของปญหาดวยเทคนิคการตั้ง

คําถาม “ทําไม” (Why Why Analysis) [7] ดังตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะหรากเงาของปญหา (Root Causes) แผนรองมีรอยขีดขวน 

WHAT WHY 1 WHY 2 WHY 3 WHY 4 

ปญหาของเสีย 

“แผนรองมีรอยขีด

ขวน” 

สาเหตุหลักจาก

เครื่องจักร:แผนรอง

สัมผสักันภายในเครื่อง

ทดสอบ 

ใสแผนวงจรพิมพ

จํานวนหลายแผน

พรอมกันในเครื่อง

ทดสอบ 

จําเปนตองใส

แผนวงจรพิมพใหเตม็

ชองเสียบ จึงจะสามารถ

เริ่มการทดสอบได 

เครื่องทดสอบมี

ขอจํากัด และเปน

เง่ือนไขของลูกคา  

 

 4. การแกไขปรับปรุง 

  ในการแกไขปรับปรุง ไดมีเลือกการออกแบบ และจัดหาวัสดุที ่เหมาะสมเพื่อสรางแผน Black Hips Sheet  

เพื่อปองกันรอยขีดขวนบนแผนรอง และมีการทดลองใชงานแผน Black Hips Sheet กอนที่จะนํามาใชในกระบวนการจริง  

ซึ่งลักษณะของแผน Black Hips Sheet มีการออกแบบใหเหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน และเหมาะสมกับเครื่องจักรที่ตอง

ทํางานรวมกัน ดังรูปท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 แสดงลักษณะการออกแบบ และแผน Black Hips Sheet พรอมใชงาน  
 

5. ทดลองใชงานจริง และบันทึกผลขอมูลหลังการทดลอง  

หลังจากมีการออกแบบ และสรางแผน Black Hips Sheet เรียบรอยแลว จึงนําไปทดลองใชงานจริง และทําการ

บันทึกผลการใชงานชวงเดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565  ดังผลการวิจัยในหัวขอถัดไป อีกท้ังนําวิธีการทํางานใหม

จัดทําเอกสารการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานดังรูปท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใสแผนวงจรพิมพเขาไป 

ในชองของเครื่องทดสอบ 
2. ใสแผน Back Hips Sheet 

เขาไปในชองเดียวกับแผนวงจรพิมพ 
3. กดปุมสวิตช เพ่ือปลดลอค 

   ขาของ Ejector 

4. กดขาของ Ejector 

   เพ่ือดันแผนวงจรไปขางใน 

5. ตรวจสอบความเรียบรอย 

   ของแผน Back Hips Sheet 

6. เสร็จเรียบรอย ทําการดึงแผน 

   วงจรพิมพออกจากเครื่องดวย 

   ความระมัดระวัง 

รูปภาพท่ี 11 แสดงเอกสารการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานหลังการปรับปรุง 
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ผลการวิจัย  

 จากขอมูลในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 พบวามีจํานวนที่ผลิตทั้งสิ้น 2,430 ชิ้น และจํานวนของเสีย

ทั้งสิ้น 327 หรือรอยละ 13.45 ของยอดการผลิต หลังจากการแกไขปรับปรุง ทําการทดลองใชงาน และบันทึกขอมูลของเสีย

จากการผลิตชวงเดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 พบวาจํานวนที่ผลิตทั้งสิ้น 2,140 ชิ้น และเกิดจํานวนของเสีย

จํานวนท้ังสิ้น 4 ช้ิน หรือคิดเปนรอยละ 0.18 ของจํานวนท่ีผลิต ตามการเปรียบเทียบกอนและหลังปรับปรุงดังรูปท่ี 12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 12  แสดงจํานวน (ช้ิน) และรอยละของเสียกอนและหลังปรับปรุง 

 

สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย  

 จากการศึกษาของเสียในกระบวนการผลิตแผนวงจรพิมพ ท่ีม ุ งเนนการลดของเสียแผนรองมีรอยขีดขวน  

เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการลูกคา และสงมอบชิ้นสวนไดตามเงื่อนไขที่ลูกคากําหนด โดยประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพ  

7 ประการ (7 QC Tools) ในการวิเคราะหขอมูล และใชเทคนิคการตั้งคําถาม “ทําไม” (Why Why Analysis) เพื่อหาสาเหตุ

ที่เปนรากเหงาของปญหา พบสาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร คือ แผนวงจรพิมพไดรับการสัมผัสกับเครื่องโปรแกรมขณะทดสอบ

การใชงานในสถานท่ีงาน Tester เนื่องจากมีการใชแผนวงจรพิมพเขาไปพรอมกันหลายแผน จึงทําใหแผนรอง ที่เปนชิ้นสวน

ประกอบเขากับแผนวงจรพิมพเกิดรอยขีดขวน ดังนั้นจากไดทําการแกไขโดยออกแบบ และสรางแผน Black Hips Sheet  

เพื่อนํามารองปองกันรอยขีดขวน และสามารถใชงานรวมกับเครื่องโปรแกรมทดสอบการใชงานของแผนวงจรพิมพไดอยาง

เหมาะสม หลังการแกไขปรับปรุงพบวาของเสียเดิมจากรอยละ 13.45 ของยอดการผลิต ลดเหลือรอยละ 0.18 ของจํานวนท่ี

ผลิต ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสมพร วงษเพ็ง และอัญญารัตน ประสันใจ (2562) ที่ไดศึกษาการ

ประยุกตวิธีการทากูชิ เพ่ือลดช้ินงานเสียในกระบวนการประกอบแผนวงจรพิมพพีซีบี ไดวิเคราะหปญหาดวยแผนภูมิแสดงเหตุ

และผล ผลการศึกษาพบวาของเสียตอเดอืนลดเหลือรอยละ 2.58 หรือลดลงจากเดิมรอยละ 40 [8]  และสอดคลองกับงานวิจยั

ของศุภวิชญ อุทยะพิรุณลักษ (2561) ที่ไดศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงานตนแบบจากเครื่องพิมพ 3 มิติ  

เพ่ือลดของเสียจากการผลิตช้ินงานตนแบบของเครื่องพิมพ 3 มิติ ไดประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพท้ัง 7 หรือ 7 QC Tools เนน

การใชแผนภูมิแสดงเหตุและผลในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของเสียท่ีเกิดข้ึน หลังการแกไขปรับปรุง พบวาของเสียใน

กระบวนการผลิตลดเหลือรอยละ 13.59 หรือลดลงจากเดิมรอยละ 32.99 [10] และสอดคลองกับงานวิจัยของอลงกต ชุมศิริ 

(2561) ศึกษาการลดของเสยีในกระบวนการผลิตชิ้นสวนรถยนต (การฉีดชิ้นสวนยาง) โดยใชเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ ท่ี

สัมพันธกัน พบวาของเสียลดลงจากรอยละ 5.88 เปนรอยละ 3.06 [12] และยังสอดคลองกับงานวิจัยของศุภวัชร เมฆบูรณ 
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และจีรวัฒน ปลองใหม (2559) ศึกษาหาแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนโลหะ โดยไดศึกษาสาเหตุและ

กําหนดวิธีการแกปญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการผลิตท่ีมีเปอรเซ็นตของเสียสูง พบวาปญหาของเสียเกิดจากหลายสาเหตุ 

เชน คน เครื ่องจักร อุปกรณ วัสดุการผลิต และวิธีปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมตางๆ ดังนั ้นการแกปญหาเพื่อลดของเสีย  

ทําใหสามารถลดเปอรเซ็นตของเสียในกระบวนการผลิตจาก 0.66% เหลือ 0.25% [13] 
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